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LEHIMLEMEDE KULLANILAN MALZEMELER

Lehim

Elektronik devrelerde bir sistemi olusturmak icin; elamanlar1 ve
tellerini birbirine tutturmak amaciyla belirli sicakliklarda eriyebilen

tellere “lehim” denir. :
_ “ﬂlrf

Elektrik ve elektronik sektoriinde kullanilan lehim teli kalay ve
kursun metallerinin karisimindan olusturulmustur. Lehim telinin
Icerisindeki kalay miktar: arttikca kalite ylikselmektedir.

CUnkd erime sicakhigr kalay cogaldik¢a azalmaktadir. Lehimin
kalitesi kullanilacagi devrenin hassasligina gore degismektedir.



LEHIMLEMEDE KULLANILAN MALZEMELER

Lehim karisim orami

(Ag: Giimiis, Sn: Kalay, Pb: Ergime | Lehimleme Uvgulama Lehimleme
kursun, Cu: Bakr, Cd: 15151 ("C) | sicakhg (°C) verleri islemi
Kadmiyvum, Zn: Cinko)

, Has.sas_ Sizdirmali
%63 Sn- %37 Pb 183 220-230 elektronik lehimleme
gerecler
Elektronik Vumusak
%060 Sn- %40 Pb 190 240-250 devre lehir nle,me
elamanlar
Elektronik Vumusak
%50 Sn- %50 Pb 215 260-280 devreler ve ince lehiml éme
letkenler
%40 Sn- %60 Pb 238 280-300 | Kalmiletkenler | Orta sert
ve ir1 lehimler lehimleme
%40 Ag- %20 Cd-%19 Balar, Nikel, Sert
o 620 700-750 Celik ve .
Cu-%21 Zn lehimleme
alasimlarinda

Tablo 1.1: Lehim teli ile ilgili 6zellikler tablosu
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Kursunsuz Tel Lehim Alasimlar

MATERYALIN
OZELLIKLERI

Alasim Tipi
Ergime Noktasi

Yogunluk

Bulunan Tel
Caplan

SAC 305 SAC300 Sn99,3Cu Sn99 Cu Sn97 Cu

Sn96,5 Ag3

Cu0.5 Sn97 Ag3 Sn99 Cul Sn97 Cu3

217 - 219 °C 221 °C 230 °C 221 °C
7,89/ ml 742g/ml 7,31g/ml 7909/ ml 7,42 g/ ml

0,50mm ile 6.00mm araliginda tum c¢caplarda mumkun



LEHIMLEMEDE KULLANILAN MALZEMELER

Elektrik-elektronik  devrelerin  baglantilarin  birbirine
tutturulmasinda yumusak lehimleme kullanilir.

Yumusak lehimde diren¢ degerinin ¢ok diisiik olmasi,
elektrik  akimmin  iletilmesini onemli Olclde

kolaylastirmaktadir.

Lehim telleri kalinliklarina gOre de cesitlendirilebilir.
Buna gore 0,75mm-1mm-1,20mm-1,60mm c¢aplarinda

uretilebilirler.

Tlp veya makara olarak piyasada satilmaktadirlar.
Makaralar 100gr, 200gr veya 500gr olabilir.



LEHIMLEMEDE KULLANILAN MALZEMELER

Pasta

Iletkenleri birbirine tutturabilmek icin lehim pastas1 kullanilmalidr.
Lehim pastast kusursuz bir lehimleme i¢cin oOnemlidir. Lehim
yapilirken metal ylzeyin temizlenmesi ve isinmadan dolay:1 tekrar
olusabilecek oksitlenmeleri onlemek igin lehim pastasi kullanilar.

Lehim pastasi, kat1 durumda satilmaktadir. Erime 1silar1 lehime gore
daha dustiktiir. Bu nedenle lehimleme isleminden Once ¢ok cabuk
olarak ucucu gaz haline doniismektedir. Sekil 1.3: Lehim pastasi
(solder paste).
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Pasta

Havayla temas halinde olan butiin madenlerin Gzerinde bir pas
tabakas1 olusur, ilk zamanlar ¢cok ince olan bu tabaka zamanla artar ve
kalinlasir. Havadaki nem ve hava sicakligi bu pasin olusmasini

hizlandirir.

GOzle gorinmese bile her metalin ylzeyi zamanla boyle bir tabaka ile
kaplanir.

Uzeri pash olan bir metal yuzeyine lehimin yapismas1 zordur.
Lehimleme sirasinda lehim, lehimlenecek ylizeyi tam olarak islatmali
ve en kiiclk gozeneklere kadar sizmalidir.

Lehim yapilacak eleman bacagmin veya Yylzeyinin pastan
temizlenebilmesi icin lehim pastasi kullanilir.



LEHIMLEMEDE KULLANILAN MALZEMELER

Lehim tellerini elektronik parca satan duikkanlardan
satin ahrken Uzerinde yazan isaretlerin ne anlama
geldiginin bilinmesi gerekir.

Ambalaj Uzerinde etikette yazilan kodlamalar malzemenin
yapist hakkinda bilgi vermektedir.

Ornegin; RS(RH), 63, 0.75 A seklinde olabilir.
Anlami:  RS(RH): Cinsi (recine ntveli lehim)

63: Tip1 ve kalay orani
0,75: Lehim telinin dis ¢cap1 A: Ozelligi
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HAVYA
Lehimlemede kullanilan 0nemli elemanlardan biriside havyadar.
Elektrik ve elektronik devrelerde elemanlarin1 birbirine
lenimlemeyebilmek icin yuksek ve hizhh bir 1s1 kaynagina
Ihtlyac vardir.
Bu ihtiyac1 karsilamak Uzere bu alanda elektrikle calisan
“havyalar” kullanilmastur.

1. Havyalar 200 ile 500 derece arasinda 1s1 yayabilecek
sekilde Uretilebilirler.

2. Havyalarin gUcleri ise 5 ile 300 watt arasinda
degisebilmektedir.

Firmalarin Uretimine gore bu oranlar degisiklik gosterebilir.
Genel olarak havyalarin glclerine gore tablo2-1deki gibi
siralanabilir.
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HAVYA
Havyalarda aranan Ozellikler arasinda;

1. Cok cabuk i1smabilmesi, lehimleme esnasinda
herhangi bir 1s1 kaybinin olmamasi

2. Govdesinin iceriden gelen 1smmin yahtimh olmasi
sayilabilir.

Havyalar genel olarak 1sitma durumuna ve vyalitim
direncine gore simiflandirilabilir.
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Havyanm Glicl Kullanim Yeri
(W)

i Baski devrede cok ince hatlar, baz1 elektronik malzemeler
15 (Entegre devre, kiiciik divot ve transistorler)

30 Baski devrede ince hatlar, bazi elektronik malzemeler
(Direnc, kondansator, diyot ve transistorler)

40 Baski devrelerde kiiciik terminaller, yiiksek giiclii direncler
60 ve iistii Kalin iletkenler, biiviik boyutlu malzemeler

Tablo 2.1: Havyalar ile ilgili ozellikler tablosu
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Havya Cesitleri:
Havyalar, goriiniis ve 1sitilma sekillerine gore U¢e ayrilirlar:

1. Kalem (Rezistansh) Havyalar
Rezistansh havya olarak da isimlendirilirler.

Isinin havyada olusturulmasi rezistansla saglanmaktadir. Rezistans,
krom-nikel telden silindirik seklinde sarilarak elde edilir. Bu havyalar
klcUk glclu olarak dretilirler. Boylece kicik akimli bayidk direncli
olarak calisirlar.

Rezistansli havyalar, enerji kablosu, tutma sap1 ve havya ucu olmak
Uzere U¢ ana parcadan olusmaktadir.



Kalem (Rezistansh) Havyalar

Enerji  beslemesi 220Volt
olmasina ragmen 1s1 ayarl
imkan1 saglayarak c¢alisma
giivenligi saglarlar. BoOylece
havya ucundaki 1s1 degerini
sabit tutma imkani
saglamaktadir. Buna gore
kalem havyalar ikiye ayrilir:




LEHIMLEMEDE KULLANILAN MALZEMELER

1-a. Istasyonlu Kalem Havyalar
Bu tip havyalar 1s1 ayarh veya gerilim ayarli olarak kullanilabilmesi

Icin cesitli dizenekler kullanilir. BOylece havya ucundaki 1s1 sabit
tutulur. Guovenli bir calisma ortami1 icin boyle dizenekler

kullanilabilir.

B
Lemma.oom
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1-b. Istasyonsuz Kalem Havyalar
Bu havyalar1 genel kullanici olarak isimlendirdigimiz bakim ve

onarim Yyapan klcuk firmalar, hobi devreleri yapan kimseler ve
ogrenciler kullanmaktadir.
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2. Tabanca (Transformatdrlt) Havyalar
Tabanca havyalar gucli havyalar olup daha cok elektrikcilikte ve
kalin iletkenlerin lehimlenmesinde kullanilirlar. Tabanca havyalarin
Icinde bir transformatOor mevcuttur. Sekonder sargisi primer sargisina
gore cok az sarimlidir. Bu sebeple sekonderde cok disuk gerilim ve
cok vyiksek akim vardir. Bu yiksek akim sekonder sargisinin
dolayisiyla havya ucunun ¢ok 1sinmasina sebep olur.

Anahtara basildiginda primerden ve dolayisiyla sekonderden akim
gecer. Sekonderden gecen yuksek akim havya ucunu isitir. Anahtar
birakilirsa akim Kkesilir ve havya hizla sogur.

Tabanca havyalar yuksek guclt ve
dolayisiyla uclari cok 1S1nan
havyalardir. Bu nedenle elektronik
devrelerde lehimleme islerinde tabanca
havya kullammmindan kacimilmahdar.
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3. Gazh Havyalar

Bu tip havyalar, enerji kaynaginin bulunmadig1 ortamlarda kullanilir.
Gazin yakilmasi Yyoluyla havya ucu isitilarak calismaktadir.
Calismasinda  elektrik ~ bulunmadigi icin  yanici  bir gaz
kullanilmaktadir. Calisma sirasinda havya ucu hem 1s1y1 alacak hem
de lehimi eritecek sekilde kullanr.
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Kalem Havya Ug¢lar1 ve Bakiminin Onemi
Lehimleme islemi icin havya seciminde dikkat edilmesi gereken

husus sudur:
e Elektronik malzemelerin ¢ogu 1siminca bozulabilir.

Bu nedenle entegre, kliclk diyot ve transistor gibi 1s1ya dayaniksiz
malzemelerin  lehimlenmesinde diisiik glclu havyalar tercih
edilmelidir.

Kalem havyalara degisik uclar takilabilir ve boOylece ihtiyaca tam
uygun uc elde edilebilir. E’

i LN
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LEHIMLEMEDE KULLANILAN MALZEMELER

Kalem havyalarin uc¢lar1 bakir dokme celik, aliminyum-bakir alasimi
gibi maddelerden yapilmaktadir.

Kalem havyalar calisma sirasinda genellikle fise takili olarak
birakilmakta ve slrekli olarak sicak kalmaktadir. Bunun sebebi kalem
havyanin yavas 1sinmasidir.

Calisma aninda slrekli sicak oldugu icin kalem havyanin ucu temas
ettigi yerlere zarar verebilir.

Bu sebeple havyanin sicak olan Dbolumlerine elle

dokunmak, vicudun herhangi bir yerine degdirmek yaniklara

sebep olur.
Ayrica giysilere veya cevredeki esyalara da zarar verebilir.

Bu nedenle havya rastgele bir yere birakilmamal,
havya althginda tutulmahdar.
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LEHIMLEME
3.1. Lehimleme ve Lehimleme Cesitleri

» Lehim, normal sicakhikta kati halde olan ancak belirli bir
sicakhiktan sonra eriyen bir maddedir.

» Elektronik devrelerde elemanlarin birlestirilmesinde veya
elemanlarin baski devreye tutturulmasinda havya ile isitilarak
eritilir.

» Daha sonra ismin azalmasiyla kendiliginden donar, tekrar

katilasir.

» Sivi  durumundayken birlestirilecek eleman bacaklarim
kaplayip dondurulursa, eleman bacaklarn1 da sabit olarak
birbirine ya da baski devreye sabit olarak tutturulmus olur.
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LEHIMLEME
Piyasada cesitli kalitelerde lehimler makaraya sarilmis veya tlp

seklinde bulunmaktadir. Lehimleme, yumusak ve Sert lehimleme
olarak ikiye ayrilir.

Yumusak lehimlemede calisma 1sis1 500°C’ den disiik, sert
lehimlemede 500°C’ den ylksek 1silarda yapilan lehimlemedir.

- |




LEHIMLEMEDE KULLANILAN MALZEMELER

Lehimleme Metotlar:
3.1.Lehimlenecek Yerin Temizlenmesi

Lehim yapmadan oOnce lehimin yapilacag:r ylzeyin veya
eleman bacaginin 1yice temizlenmesi gerekir. Bu temizleme
Islemi su sekillerde yapilabilir:

» Lehimin yapilacagnr baski devre yuzeyl cok ince
zimpara kullanilarak zimparalanir.

» Eleman bacaklar1 temizlenirken ince zimpara
kullanilabilecegi gibi ¢aki da kullanilabilir. Caki ile
eleman bacagi hafifce kazinir.

» Zimpara veya caki Ile yapilan bu temizlenen
yerlerdeki klcuk parcaciklar bir fircayla giderilir.



LEHIMLEMENIN YAPILMASI

Lehimlemenin Yapilmasi

1.

Havya prize takilarak 1sinmasi saglanir. Isinmis ve
temizlenmis havya ucuna lehim degdirilerek eritmesi
kontrol edilir. Uzerine bir miktar lehim almas1 saglanur.

. Temizlenerek hazirlanmis lehimlenecek parca tizerine

de bir miktar lehim pastasi strulur.

Isinmis havya ucu, lehimlenecek kisma degdirilir ve bir
miktar beklenir.

Bu arada pasta eriyerek temizlerken, havya ucundaki
lenimde lehimlenecek par¢anin iizerine yapisir.

Bu asamadan sonra havyanin ucu lehimlenen elemanin
uzerinden cekilmeli ve lehim yeri kesinlikle
oynatilmamalidir..



LEHIMLEMENIN YAPILMASI

6. Lehimleme aninda havya ucundaki lehim yetersiz

kalirsa, 1sinan parcada eriyecek sekilde yeteri kadar
lehim verilmelidir.

» Havyanin lehim yerinde kisa siire kalmasi, lenim
ylUzeyini purazli;
» Fazla siire kalmasi Ise, igneli ve daginik yapar.

v Normal stirede yapilan lehimin yUzeyi parlak,
temiz, catlaksiz, deliksiz, kucuk ve dogal bir
tepe goruntusundedir.



LEHIMLEMENIN YAPILMASI

Havya ucunun lehimlemeye hazirlanmasai:

1.

Havya ucu, 1slak temizleme slingeri lizerinde yavasca
dondurulerek temizlenmelidir.

Bundan sonra havya ucunda az bir miktarda lehim
eritilir.

Daha sonra da havyanin ucu temizleme aparati1 veya
1slak siinger {lizerinde hafifce dondurulerek lehimin ucu
kaplamasi saglanir.

Artik havya, lehimleme islemine hazirdr.
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Havyadaki yiiksek sicaklik, temas halinde insanlara ve
esyalara zarar verebilir. Bu nedenle lehimleme yapilirken
cok dikkatli olunmali ve asagida siralanan kurallara
uyulmalidar.

1. Havya uzun siire kullanilmayacaksa fisi cekilmelidir.
2. Cevrede gereksiz ara¢ gere¢c bulunmamalidr.

3. Havya kullanilmadig1 zamanlarda havya altliginda
tutulmalidir.

4. Havya ucunun havya kordonuna temas etmesi
kordonu eritip kisa devrelere veya carpilmalara neden
olabilir. Havya ucunun kordona temasi onlenmelidir.



LEHIMLEMENIN YAPILMASI

5. Havyanmin ucundaki lehimleri wuzaklastirmak icin
havya ucunu herhangi bir yere vurmaymiz, havada
silkelemeyiniz. Aksi halde sicak olan lenimler sicrayarak
etrafa zarar verebilir.

6. Lenhim erirken ¢ikan dumamni teneffiis etmeyiniz.

/. Lehimlenen devrede herhangi bir gerilim
bulunmamahdur.
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Iyi Bir Lehimlemenin Ozellikleri
Lehimlemenin iyi ve basarili olmasi i¢in de asagidaki teknik
kurallara uyulmalidir:

1.
2.
3.

o

Lehim yapilacak yer iyice temizlenmelidir.
Kaliteli lehim kullanilmalidar.

Havyanin ucu temiz olmali, az miktarda lehimle
kaplanmahdar.

Havya uygun sicaklikta olmahdir.

Eleman veya iletken uclar1 6nceden az miktarda
lehimlenmelidir. Buna 0n lehimleme denir.
Havyanin ucu lehim yapilan yeri 1sitmali, ucun
lehimle bir temasi olmamahdir. Lehim 1sinan yere
degdirilmeli, erimesi beklenmelidir.
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Iyi Bir Lehimlemenin Ozellikleri

7. Yeteri kadar (ne az ne fazla) lehim kullamilmahdar.

8. Lehim eridikten sonra tekrar donmasi icin 2—-3 saniye
bekleyiniz. Bu sure icinde lenimlenen elemanlar

sarsiimamahlidir.

9. Baski devre uizerinde lehimleme yapiliyorsa asiri
1sinma sonucu baski devre kalkabilir.

10. Bu durumda lehimlenen yeri asir1 isitmamak gerekir.
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Iyi Bir Lehimlemenin Ozellikleri

1. Parlak bir goriiniisii vardir, iizerinde ya da
cevresinde pasta veya kir yoktur.

2. Yuzeyil duz, purtzsuz ve deliksizdir.

3. Kubbemsi bir sekli vardir. Cok yaygin ya da ¢ok
sivri degildir.

4. Lehimlenen malzeme bacaklarinin lehimin icinde
kalan bolumunun hatlar: fark edilir.
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Kalem havya  [ohim teli
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LEHIMLEMENIN YAPILMASI

Lehimleme Hatalan

1.

Yeteri kadar lehim kullanilmamissa baglanti saglam
olmaz.

Cok fazla lehim kullanilmissa fazla lehim yayilarak
kisa devrelere yol acabilir.

Lehimleme sirasinda lehim donmadan malzemeler
hareket ettirilmisse lehim saglam olmaz.

Lehimlenecek yer Iyl temizlenmemisse ortaya sagliksiz
bir lehim c¢ikar. Daha sonra devrede arizalara yol
acabilir.

Lehimleme sirasinda havya sicakligi uygun degilse
soguk lehim meydana gelir. Soguk lehim durumunda
malzemeler tam olarak baglanamaz veya bir slire sonra
baglant1 kopar.
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Elektronik Devre Elamanlarim (diyot, direnc, entegre
vb.) Lehimlenmesi

Direnc, kondansator, transistor, diyot gibi devre elemanlari
bir devre olusturmak Uzere baski devre ya da Universal
plaket Uzerine lehimlenerek birlestirirler.

Bu elemanlarin baski devre ya da universal plaket Gizerine
lehimlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar
sunlardir:



o

LEHIMLEMENIN YAPILMASI

Oncelikle direncg, kondansator gibi elemanlarin
bacaklar1 duzeltilmelidir.

Eleman direnc, diyot gibi bir malzemeyse bacaklar
lenimlenecek deliklerin arasindaki mesafe dikkate
alinarak kargaburnu yardimiyla 90 derece bukuldr.
Elemani tanitan yazi, isaret vb. Uste gelmelidir.
Plaket tizerinde direncler renk kodlari, kondansator
uclar1 soldan saga ya da asagidan yukariya gelecek
sekilde monte edilmelidir.

Direnc, diyot gibi elemanlarin plaket iizerinde kalan
uclari esit ve en az 2 mm uzunlugunda olmalidir.
Bu elemanlar plakete ¢ok yakin ve paralel
lehimlenmelidir.



LEHIMLEMENIN YAPILMASI D

7. 1 Watt degerinden daha dustuk guclu direncler ve
diyotlar plakete temas edecek sekilde lehimlenirler.

8. Kondansator, transistor gibi elemanlar plakete
lenimlenirken plaketle eleman arasinda 3—6 mm mesafe
bulunmalidir.

9. Transistor bacaklar1 asla capraz lehimlenmemelidir.
Yar1 Iletkenler 1siya karsi hassas oldugundan bunlar
lehimlenirken bacaklar1 cimbiz ya da kargaburnuyla
tutularak 1s1  dagitilmalidir. Entegreler dogrudan
dogruya plakete lehimlenmemeli, entegre soketi
kullanilmalidir.

10. Lehimlemeden sonra elemanin bacagmin artan kismi
kestimelidir.
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Universal Plaket Uzerine Nokta Lehimleme
Universal plaket bask: devre ¢ikarma islemi yapilmaksizin
elektronik devre montaj1 yapmakta kullanilan delikli

plaketlerdir.
Bu deliklerin cevreleri bakir kapli olup iletkenler ve

malzemeler buraya lehimlenir.

Ozellikle semalarin denenmelerinde ¢ok yaygin olarak
kullanilirlar. | -




LEHIMLEMENIN YAPILMASI

Iletken Uclarmin Lehimlenmesi (On Lehimleme)
[letkenler birbirine, bir elektronik malzemenin bacagina ya
da baski devre plaketine lehimlenirken baglantinin saglam
olmasi Icin Iletken ucunun onceden lenimlenmesi gereKir.
Bu islem On lehimleme olarak adlandirilir. Buna gore On
lehimleme asil lehimlemenin daha saglikli olmas1 IgIn
yapilan bir islemdir.

Tek damarli tletkenlerde on lehimleme iletken ucunun tam
olarak temizlenmesi ve asil lehimleme islemine hazirlik
islevine sahiptir.

Cok damarli iletkenlerde ise bunlara ek olarak damarlarin
toparlanmasi, dagilmanin Onlenmesi gibi c¢cok Onemli
faydalar1 vardar.
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Cok damarli iletken 0n lehimlemeye tabi tutuldugunda
Iletkenin ucu tek damarh gibi olur ve asil lehimleme islemi
sonucunda dagilma, sacaklanma gibi istenmeyen durumlar
meydana gelmez.

Iletkenlerin Birbirine Lehimlenmesi

Sarma tipi  terminal lehimlemelerinde kullanilacak
kablolarin ucu 15 mm yahtithr ve ucun 3 mm
uzunlugundaki bolimune on lehimleme yapilir. Plakete
yapilacak lehimlemelerde i1se kablonun ucu 5 mm acilir
ve bunun 3 mm'lik bélimuine 6n lehimleme yapilir. ki
Iletkenin acilan uclarinin 6n lehimleme asamasindan sonra
birbirlerine lehimlenmesi islemidir.



LEHIMLEMENIN YAPILMASI

Lehim teli Havya

_ v
DOGRU LEHIMLEME
Lehim teli
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LEHIMLEMENIN YAPILMASI

Devre Elemanlarimin Plaket Uzerine Lehimlenmesi
Elektronik  devre elemanlarimi  plaketlerin  (Uzerine
lehimlemeden 0Once, bacaklarin1 elemana gore bukmek
gerekir. Bacaklar1 bukudllrken Gzerindeki yazilar okunacak
sekilde olmalidir.

Elemanlarin ayaklarn ¢ok uzun veya cok kisa
birakilmamalidir.

3.3.1.4. Entegrelerin Plaket Uzerine Lehimlenmesi
Entegre ve entegre soketlerini tanitici isaretler, nokta ve
centikler sol tarafa, dik monte edilecekse Uste gelmelidir.
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Lehim Sokme Islemleri

Elektronik devrelerde ariza durumunda parca degistirilmesi
en sik rastlanan islerdendir. Degistirilecek parca baski
devreye ya da diger elemanlara lehimlenerek tutturulmussa
0 takdirde bu elemanin baglantisini saglayan lehimin
eritilmesi gerekir. Bazen sadece eritme yetmez o bolgede
bulunan tim lehimin alinmasi1 gerekir. Buna gore IKi
bacakli elemanlarin bukulmesinde lehimi eritmek icin
havya, parcayr cekmek iIcin kargaburnu, cimbiz gibi
aletlerin disinda 0zel bir lehim sokicl kullanilmas: gerekli
olmayabilir. Lehimin tamamen temizlenip alinmasinda
lehim pompasi, lastik balonlu lehim glctu havya veya
lehim emme fitili kullanilir.



LEHIMLEMENIN YAPILMASI

Lehim Sokme Islemleri




BASKI DEVRE

Baski Devre

Elektronik devre elemanlarinin Uzerine yerlestirildigi ve bu
elemanlar arasindaki elektriksel baglantinin bakirli yizde
olusturulan Yyollarla saglandig1 plakalara baskin devre
plaketi veya kisaca baski devre adi verilir.

Baski devrelerde yalitkan plaket (zerine ince bir bakir
tabakas1 guclU ve dayanikli bir yapistirici ile tutturulmustur.

-----------------
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BASKI DEVRE

Baski Devre

Baski devrelerde bakir ylzeyin bir bolima eritilerek bakar
yollar meydana getirilir. Bask: devre Uzerine yerlestirilen
devre clemanlarinin bacaklar1 deliklerden gecirilir ve alt
bolimdeki bakirli bolgeye lehimlenir.

Elektronik devre elemanlar1 bu bakirli yollar araciligiyla
birbirine baglanir. BOylece devre eleman1 hem fiziki hem
de elektriksel olarak devreye baglamis olur.

Elektronik devrelerin baski devre plaketleri Uzerine
yapilmasinin sagladig: faydalar sunlardir:



BASKI DEVRE

Baski Devre

1. Elektronik devrelerin seri UGretimi kolaylasir.

2. Cihazlarnn fiziki boyutlan kiictiliir, agirhg@ azahr.

3. Seri iiretimin artmasi sonucu cihazlarin fiyatlan
duser.

4. Baski devre plaketi malzemeleri toparlayacagindan
devre sadelesir, yapim ve onari kolaylasir.

5. Tel seklinde iletkenler daha az kullanilacagindan

ozellikle yiiksek frekansh devrede distorsiyon
(elektriksel guirultii) azalhir. Bu sayilan faydalardan
dolay1 ginumduzde kucuk cep telefonlarindan
televizyon cihazina kadar her tip elektronik devre
baski devre plaketi Uzerine monte edilmektedir.
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Baski Devre
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BASKI DEVRE

Baski Devre Plaketlerinin Yapisi

Baski devre cizilmesi strecine elemanlarin plaket Uzerine
yerlestm  plam1  yapilarak  baslamir.  Elemanlarin
yerlestirilmesinde  dikkat edilmesi gereken hususlar
sunlardir:

1- Devredeki elemanlarin boyutlar1 g0z onlne alinmalidir.
Elemanlarin boyutlar baskl devre plaketinin buyuklugunu
de belirleyecektir. :




BASKI DEVRE

Baski Devre Plaketlerinin Yapisi
2- Transistor, tristor gibi elemanlar dik; direnc, diyot gibi

elemanlar yatik olarak monte edileceklerdir.
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BASKI DEVRE

Baski Devre Plaketlerinin Yapisi
3- Transistor, tristor gibi ii¢ bacakli elemanlarin bacaklari
arasindaki mesafe ¢ok fazla ya da ¢ok az olmamalidr.
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4- Yiksek frekansli devrelerde birden fazla bobin varsa
bunlar yan yana yerlestirilir.



BASKI DEVRE

Baski Devre Plaketlerinin Yapisi
5- Yuksek gucli transistor, triyak gibi elemanlarin
sogutucular1 da hesaba katilmalidar.




BASKI DEVRE




BASKI DEVRE

Baski Devreyi Plaket Uzerine Cikarma Yontemleri
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Baski Devreyi Plaket Uzerine Cikarma Yontemleri




BASKI DEVRE

Plaket Uzerine Yerlestirme

Hatal Montaj

Dodru hontaj

{Elermanin bilkilen
ki ucu esit dedil) Plaket

1,5 mm

Hatah Montaj

Dogru Montaj : :

(Eleman ayaklan *
dibinden bukulmius)



BASKI DEVRE

Plaket Uzerine Yerlestirme

Hatall Monta] Dodru Montaj

{Ayakiarr hatals
bitkiilmiis)
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BASKI DEVRE

Plaket Uzerine Yerlestirme o

Flaket



BASKI DEVRE

Plaket Uzerine Yerlestirme




Ornegin Motorola MCI741

National Semiconductor LM741

Texas Instruments SN72741 uretmiglerdir.

Cogunlukla insanlar opamp’tan bahsediyorlarsa akillarina
gelen ilk eleman 741 olmaktadir.

741 farkli versiyon numaralarina sahiptir. 741, 741A, 741C,
741E, 741N, ve digerleri... Bu farkhliklar bunlarin gerilim
kazanclari, sicaklik farkliliklari, gurultu seviyeleri ve diger
karakteristikleridir. 741C ( Ticari tipte bir elemandir.) cok ucuz
ve ¢ok genig alanlarda kullaniimaktadir. Bunun giris
empedansi 2Mohm, gerilim kazanci 100.000 ve cikig
empedansi 75 ohm’dur.


http://www.motorola.com/content.jsp?globalObjectId=5335
http://www.national.com/mpf/LM/LM741.html
http://www.ti.com/
http://320volt.com/op-ampli-devreler/

« OP-AMP sembolinde +V ve -V uglari, besleme kaynaginin
baglandigi uclardir. Bir OP-AMP ‘a, z5V, £12 V, z15V, =18
V gibi besleme voltaji verilebilir. OP-AMP ‘in AC sinyal
yukseltmesinde tek guc kaynagi kullanmak yeterlidir.
Genellikle OP-AMP ‘lar simetrik kaynaktan beslenir.

« OP-AMP devresi olarak 741 entegresi kullanilacaksa,
entegrenin 7 nolu ucuna pozitif (+) besleme, 4 nolu ucuna
Ise negatif besleme uygulanir.



Offset Null

Inverting [— )

MNon-lnverting [+

[Power) V(®

Mat Connectad [NC)

V@ Power)

Output

Crffset Mull




Offset null F

Inverting input | 2

Mon-inverting input | 3
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« OP-AMPLARIN TEMEL KULLANIMLARI

* Islemsel kuvvetlendiriciler terim olarak analog
bilgisayarlarin alan orneklerindendir. Bu tipteki
yukselticiler matematiksel islemlerin, toplama,
cikartma, carpma, bolme, Integral, tlurev ve
logoritma alma gibi uygulamalarinda basarili bir
sekilde kullaniimisitir. Aslinda op-amplar ¢cok genis
bir alanda kullanilmalarina karsin hala orijinal
Isimleri kullaniimaktadir.

Temelde op-amp yuksek gerilim kazanci DC fark
kuvvetlendiriciler olup asagidaki karakteristikleri
tasimaktadir.




» Sonsuz band genisligi,
» Sonsuz giris empedansi,
» Sifir ¢cikis empedansi



Entegre Devrelerinin Diger Lineer

SES YUKSELTICILER (LM380-LM381)
VIDEO YUKSELTICILER

RF ve IF YUKSELTICILER ( LM703)
GERILIM REGULATORLER ( LM340)

oo e

Kullanimlari



BASIT UYGULAMALAR

Karanhkta Aktif Olan Devre

Devrede Karanlik Aydinlik Sensori olarak LDR Kullanilmistir LDR
(Fotodireng, Light Dependent Resistance) Aydinlikta az direng, karanlikta

ylksek direng gosterir

k 0
LDR Aydinhkta

Direnci Diiser

LR Aydinhkia



http://www.eproje.com/modules.php?name=News&file=article&sid=183

BASIT UYGULAMALAR
Aydinhkta Aktif Olan Devre
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